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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-051

蓝思科技股份有限公司

关于与 Intel Corporation签署合作备忘录的公告

特别提示：

1、本次签署的备忘录主要反映双方当前阶段的合作意向与初步安排，除有

关知识产权、保密与公开声明、争议解决、责任限制及法律适用等条款具有法律

约束力外，其他条款不构成达成交易或特定商业结果的承诺。各重点领域下的合

作内容、推进步骤、资源投入、交易结构及商业条件，双方将结合实际项目成熟

度另行协商，并以双方后续签署的正式书面协议为准，后续能否签订、何时签订

存在较大不确定性；

2、针对玻璃通孔（TGV）先进封装业务，受客户技术路线选择、公司推进

量产时间、技术攻关进展、市场前景等多种因素影响，具有较大不确定性；

3、截至目前，TGV先进封装业务对公司经营业绩未产生实质影响，未来公

司能否、以及何时实现该领域的预期效益，存在较大不确定性，请广大投资者注

意投资风险；

4、本次签订合作备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司董事会审议。

一、备忘录签署概况

蓝思科技股份有限公司全资子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下合称

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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“蓝思科技”或“公司”）于近日与 Intel Corporation（以下简称“Intel”）签

署了合作备忘录（以下简称“备忘录”）。

二、交易对手方介绍

1、名称：Intel Corporation

2、注册地址：2200 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054

3、类似交易情况：最近三年公司未与 Intel 签署过其他类似备忘录。

4、Intel 在基础架构、半导体设计及全球技术标准化方面具备领先能力，

与公司已有初步业务接洽，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、备忘录的主要内容

1、玻璃通孔（TGV）技术

双方将 TGV 先进封装作为本备忘录下讨论的重点方向，Intel 视蓝思科技

为此领域有价值的潜在合作方。双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、

金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺（包括但不限于上述内容）相关的

潜在合作进行讨论和评估，Intel 将提供说明性架构信息、可制造性设计（DFM）

指南、基准测试方法和验证方法。

上述各项均需另行签订书面协议，任何工程验证、认证或批量生产活动均

应在单独的书面协议中予以界定，并受该协议约束。

2、其他机会

除 TGV 外，双方认为在优势互补的其他领域亦存在有意义的探索潜力，

例如：AI PC 的结构件和模组、数据中心服务器高可靠性结构件和散热组件，

以及具身智能机器人、工业智能设备和边缘计算硬件。双方将在上述机会出现

时进行讨论，任何此类合作（如有）均将在另行签订的书面协议下推进。

3、除有关知识产权、保密与公开声明、争议解决、责任限制及杂项条款明
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确约定具有法律约束力外，其他条款不构成达成交易或特定商业结果的承诺。

本备忘录自双方授权代表签字之日起一年有效，期满前可经协商延长。

四、对公司的影响

公司在TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面拥有长

期技术积累，已建有相关中试线并开展样品试制，目前已向部分潜在客户送样评

估，部分客户已通过初步概念验证，并进入技术测试阶段。

本备忘录的签署有助于公司与Intel建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关

系，围绕各方在各自领域（包括精密制造、材料科学及全球供应链管理）拥有雄

厚专业实力与运营能力，推动相关新技术尽早实现大规模应用，促进公司中长期

战略目标实现。

五、其他相关说明

本备忘录签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级

管理人员持股未发生变动，第二大股东长沙群欣投资咨询有限公司于 2026 年 5

月 14日向永州市慈善总会捐赠本公司 390.02万股；截至本公告日，公司亦未收

到控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公

司股份的通知。未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级

管理人员如发生股份变动情况，公司将严格按照规定履行信息披露义务。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○二六年七月二十四日


